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印制板浸锡规范

1 范围

本规范规定了使用浸锡作为印制板表面处理的

要求。本规范适用于供应商、制造商、合约制

造商（CM）和原始设备制造商（OEM）。

1.1 描述 浸锡是一种通过化学置换反应，直

接将金属沉积于印制板金属基材-铜表面的处理

方式。浸锡主要作为可焊表面使用，目前也已

使用在压入式连接及零插入力（ZIF）连接器的
界面上。

浸锡虽然可以保护其下面的铜面在保存期限内

不被氧化，然而铜和锡这两种金属彼此具有很

强的亲和力，其中一种物质扩散进入另一种物

质将不可避免，而直接影响沉积层的保存期限

及表面处理的性能。

各种用于印制板表面处理的浸锡都有特别设计

的配方，以各种方式来减缓扩散过程，包括使

用共沉积的有机物，使用另一种金属作为扩散

屏蔽层或提升晶格结构。建议用户清楚了解铜

迁移延迟的各种方法，供应商知道所选择系统

的正面和负面的影响。

1.2 ⽬的 本规范规定了浸锡作为表面处理的

详细要求。与其它表面处理的要求一样，它将

作为IPC-4550规范家族的一部分被IPC镀覆制程
小组委员会记录。因为本份规范和其它可适用

规范是不断更新的，小组委员将会加入适当的

改善并对这些文档作出必要的修正。

1.3 性能功能

1.3.1 可焊性 浸锡首要的功能是提供一个可

焊的表面，适合所有的表面贴装和通孔组装，

并且有适当的保存期限。符合本规范要求的浸

锡，已被证明有能力满足IPC J-STD-003中的第
三类耐久性要求。

因为铜扩散穿过锡沉积层会影响可焊性，所以

满足超过六个月产品保存期限的能力和沉积层

的厚度直接相关。这样的扩散对准确测量沉积

层的厚度也有负面影响。

测量和区分沉积层中锡种类的能力是必要的，

以确保产品在其保存期限内生产和接收。正确的

XRF标准片的使用是必要的。使用箔片在聚酯
薄膜上（Mylar®是很常见的）防止基底金属扩
散的影响，其应该为XRF“选择的标准”– 见附
录 4中的详细建议。

1.3.2 接触⾯ 不建议使用浸锡作为软膜开关

产品的表面处理。

1.3.3 电磁⼲扰（EMI）屏蔽 这种应用的关

键特性是印制板和屏蔽材料之间要有固定不变

的金属界面。由于浸锡沉积层与印制板的基底

金属（铜）的动态特性，电磁干扰屏蔽与锡沉

积层间的界面并非连续的，因为IMC的生长将
会改变EMI屏蔽与沉积层间界面的电气特性。然
而，浸锡已被证明在某种特殊EMI屏蔽应用中是
适用的界面。推荐做适用性测试。

1.3.4 连接器

1.3.4.1 压⼊式零件 使用适合于压入式零件需

求的浸锡时，应当符合Telcordia GR-1217-CORE
的规范要求。应该要注意的是，当改变表面处

理为浸锡时，例如从热风整平改为浸锡时，锡

的厚度较薄，需针对孔的尺寸再重新确认以确

保可符合压入式零件的规格要求。

因为压入式接脚插入所致的沉积层上应力的直

接结果，所以锡须形成的可能性是存在的。最

终用户应当确定晶须的形成对模块的可靠性及

其最终用途上的影响。

1.3.4.2 边缘⼿指 浸锡表面处理已被成功地证

明可用于零插入力（ZIF）连接器，例如记忆模
块。

细间距器件特别需要注意锡须的形成。最终用户

应当决定在模块可靠性上锡须的形成是否会影

响最终用户的产品应用需求。

1.3.5 打线 由于沉积层的不稳定性和冶金间

的不兼容性，浸锡表面处理不适用于打铝线或

打金线。
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